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Nutzentrennen mit dem Laser
LaserMicronics – Excellence in Contract  
Manufacturing
LaserMicronics ist Spezialist für anspruchsvolle Laser-
Mikromaterialbearbeitung in höchster Qualität – von der 
Kleinserie bis zur Großserie. 

Mit einem umfassenden Portfolio modernster UV-, Grün-, 
IR- und Ultrakurzpuls-Lasersysteme von LPKF werden 
Leiterplatten, Kunststoffe und Edelstahl materialschonend 
und mit Mikrometer-Genauigkeit bearbeitet.

Jedes Verfahren wird exakt auf die jeweiligen Kundenanfor-
derungen abgestimmt – insbesondere für anspruchsvolle 
Einsatzbereiche in der Medizin-, Elektronik- und Automobil-
industrie. 

Maximum an Präzision 
Die Elektronikfertigung fordert präzise Schneidaufgaben 
an verschiedenen Stellen des Herstellungsprozesses. Die 
Aufgaben reichen von der Bearbeitung einzelner Kompo-
nenten bei komplexen Schichtaufbauten bis zum stress-
freien Depaneling aus einem Nutzen. Das Laserverfahren 
ist die erste Wahl für hochwertige, saubere Schnitte in 
Leiterplattenmaterialien. 

Die Vorteile auf einen Blick
•	Vereinzeln von bestückten und unbestückten Substraten
•	Die Bearbeitung erfolgt ohne mechanische Belastung
•	Freie Wahl der Schneidkonturen
•	Der Schnittkanal beträgt nur wenige Mikrometer
•	Hochpräzise Schnitte bis dicht an den Rand empfind

licher Bauteile oder Leiterzüge
•	Minimale thermische Einflusszone, keine Rissbildung 

oder Delamierung



FR4-Materialien Starrflex-Leiterplatten Flexible Leiterplatten

Anwendungsbereiche
Das Laser-Nutzentrennen kommt in der finalen Phase der Baugruppenfertigung zum Einsatz. Dabei werden Einzelnutzen  
präzise aus dem Verbund herausgetrennt. Der Laser schneidet Haltestege oder komplette Konturen mit höchster Präzision 
und vollständig ohne mechanische Belastung. Die exakte Schnittposition an Steg oder Kontur kann dabei flexibel gewählt  
und an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. 

Vision-Assistenz für Prozesssicherheit
Eine intelligente Vision-Software sorgt für höchste  
Prozesssicherheit beim Schneiden: Anhand von Marken 
erkennt sie die exakte Schneidposition und kompensiert 
automatisch Verzüge und Lageabweichungen. Das Ergeb-
nis: konstant präzise Schnitte.

Scanner-gesteuerte Präzision
Ein spezielles Scannersystem führt den Laserstrahl  
berührungslos an die Schneidposition und erreicht dabei 
Geschwindigkeiten von bis zu mehreren Metern pro Sekun-
de. Je nach Materialstärke wird die Kontur mehrfach abge-
fahren – schnell, flexibel und ohne mechanischen Kontakt.

Vielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten 
• Substratgröße: Bis 610 x 533 mm
• Leiterplattentypen: Unbestückt, einseitig oder  

doppelseitig bestückt
• Bestückungshöhe: Max. 30 mm
• Materialstärke: Bis 1,6 mm (größere auf Anfrage)

Drei Schneidtechnologien – ein Ziel:  
Optimale Qualität
Je nach Anforderung bietet LaserMicronics drei bewährte 
Technologien an – von Standard-Cut über Fast-Cut  
für optimierte Effizienz bis hin zu Clean-Cut für absolut  
saubere Schnittkanten.

Warum LaserMicronics?
•	30+ Jahre Expertise in anspruchsvollen Branchen
•	Einsatz von LPKF-Technologie der neuesten Generation
•	Vollservice von Machbarkeit bis Serienfertigung

Vielfältige Schnittkonturen im Überblick

Tab-Cut mittig Tab-Cut anliegend Versenkter TabKonturschnitt V-Schnitt Perforierter Tab

Bereit für präziseres,  
effizienteres Nutzentrennen?  
 
Dann kontaktieren Sie uns jetzt!

LaserMicronics – Contract Manufacturing. Part of LPKF Group.
Tel. +49 (5131) 7095-0   info.lm@lpkf.com   https://lasermicronics.lpkf.com


